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LED大功率硅胶

百科名片

 LED硅胶是一种LED封装的辅料，具有高折射率和高透光率，可以起到保护LED芯片增加LED的光通量，粘度小，
易脱泡，适合灌封及模压成型，使LED有较好的耐久性和可靠性。 

作用

 在LED使用过程中，辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失，主要包括三个方面：

 1、芯片内部结构缺陷以及材料的吸收;

 2、光子在出射界面由于折射率差引起的反射损失;

 3、以及由于入射角大于全反射临界角而引起的全反射损失。

 因此，很多光线无法从芯片中出射到外部。通过在芯片表面涂覆一层折射率相对较高的硅胶，处于芯片和空气之间
，从而有效减少了光子在界面的损失，提高了取光效率。此外，硅胶的作用还包括对芯片进行机械保护，应力释放，
并作为一种光导结构，加强散热，以降低芯片结温，提高LED性能。

 为提高LED封装的可靠性，硅胶还具有低吸湿性、低应力、耐老化等特性。目前常用的灌封胶包括环氧树脂和硅胶
。研究表明，提高硅胶折射率可有效减少折射率物理屏障带来的光子损失，提高外量子效率，但硅胶性能受环境温度
影响较大。随着温度升高，硅胶内部的热应力加大，导致硅胶的折射率降低，从而影响LED光效和光强分布。然而，
硅胶的综合性能明显优于环氧树脂，在大功率LED封装中得到广泛应用。

应用

 LED硅胶主要应用在大功率LED的封装上，包括填充、模鼎、集成封装型等，还有贴片的封装及混荧光粉用的白光
胶。

分类

 按产品固化后分：凝胶型、橡胶型 、树脂型。

 按折射率分目前有：高折射率（1.53左右）和普通折射率（1.41）

 按工艺分:烘烤型和自干型

适用方法

 填充型硅胶主要应用于透镜填充，由于硬度较底，外层有PC透镜保护，但是经常会出现气泡、隔层等问题，现主
要的处理方案有：1、将封装的硅胶填充到透镜后，第二天再加烘烤，以减少气泡、隔层等的产生（针对烘烤型硅胶
）。2、使用全隔层硅胶，使灯珠发出来的光更加均匀，但是该方法造成光通量相对降低。

 同时该填充型产品有普通折射率和高折射率可供选择。

 模鼎型硅胶主要应用在模鼎封装，硬度相对较高，会比较关注硅胶与底座的粘接能力，还有就是硅胶的脱模问题，
在模型上使用脱模剂能够解决脱模的问题。

 集成封装型硅胶主要应用在大功率集成LED的封装，对产品的硬度、黏度、粘接等要求比较大，根据工艺的不同做
不同的调整。由于集成产品功率较大，热量几种，对胶的性能要求较高。
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